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Abstract (en)
Aluminum casting alloy contains (in weight %): 0.5-2.0 Mg, maximum 0.15 Si, 0.5-2.0 Mn, maximum 0.70 Fe, maximum 0.10 Cu, maximum 0.05 Cr,
maximum 0.10 Zn, maximum 0.20 Ti, 0.10-0.60 Co, maximum 0.80 Ce, 0.05-0.50 Zr, 0.005-0.15 V, maximum 0.50 Hf and a balance of aluminum
and maximum 0.05, especially maximum 0.2 impurities.

Abstract (de)
Eine Aluminium-Gusslegierung enthält 0.5 bis 2.0, Gew.-% Magnesium; max. 0.15, Gew.-% Silizium; 0.5 bis 2.0, Gew.-% Mangan; max. 0.70, Gew.-
% Eisen; max. 0.10, Gew.-% Kupfer; max. 0.05, Gew.-% Chrom; max. 0.10, Gew.-% Zink; max. 0.20, Gew.-% Titan; 0.10 bis 0.60, Gew.-% Cobalt;
max. 0.80, Gew.-% Cer; 0.05 bis 0.5, Gew.-% Zirkon; 0.005 bis 0.15, Gew.-% Vanadium; max. 0.50, Gew.-% Hafnium sowie Aluminium als Rest
mit weiteren Verunreinigungen einzeln max. 0.05 Gew.-%, insgesamt max. 0.2 Gew.-%. Die Aluminium-Gusslegierung eignet sich insbesondere für
Druckguss sowie Thixocasting bzw. Thixoschmieden. Eine besondere Verwendung liegt im Druckguss für Bauteile mit hohen Anforderungen an die
mechanischen Eigenschaften, da diese bereits im Gusszustand vorliegen und somit eine weitere Wärmebehandlung nicht erforderlich ist.
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